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Die geringe MaBhaltigkeit des Keramikkorpers be- 
reitet beim Herstellen von Metall-Keramik-Verbin- 
dungen haufig Schwierigkeiten. Das gilt insbesondere 
fur zylindrische Metall-Keramik-Verbindungen, bei 
denen besonders hohe Anforderungen an die Ver- 
drehungsfestigkeit gestellt werden. 

Beim Herstellen von Metall-Keramik-Verbindun- 
gen traten bisher haufig Schwierigkeiten auf, die 
durch die geringe MaBhaltigkeit des Keramikkorpers 
verursacht werden. So ist es z. B. bekannt, den engen 
Spalt zwischen einem keramischen Zylinder und 
einem gut aufgepaBten Metallzylinder mit einem 
fliissigen Lack auszufiillen, um dadurch eine feste 
Verbindung und Abdichtung der Zylinder zu er- 
reichen. Ein derartiges Verfahren hat sich bisher 
nicht bewahrt, weil es schwierig ist, den engen Spalt 
gieichmaBig auszufiillen, dann aber noch schwieriger, 
eine Trocknung des Dichtungsfilms in dem Spalt 
herbeizufiihren. Wciterhin ist es bekannt, Verbin- 
dungen von Metall und Keramik dadurch herzu* 
stellen, daB Keramikteile mit Metailteilen verlotet 
werden, und zwar durch Hart- oder Weichldtung. 
Jedoch erfordert das Lotverfahren eine Vorbehand- 
lung der keramischen Oberflache. Ferner konnen 
Keramikteile und Metaliteile verklebt werden mit 
den handelsiiblichen Klebstoffen oder Kunststoffen, 
wie z. B. Araldit. 

Es ist jedoch praktisch unmoglich, Keramikkorper, 
z. B. zylindrische Keramikkorper, in der Massen- 
produktion mit einem gleichen Durchmesser herzu- 
stellen. Es treten immer gewisse Toleranzen auf, 
demgegeniiber konnen die Metaliteile, die mit dem 
Keramikkorper verbunden werden, in einer praktisch 
unbegrenzten Genauigkeit hergestelit werden. Durch 
das Schwanken des Durchmesscrs der Keramikkorper 
ergibt sich jeweils ein verschieden starker Luftspalt 
zwischen dem Keramikkorper und dem Metallteil. 
Dieser Luftspalt wird mit Klebemasse ausgefullt. 
Obersteigt die Dicke dieses Luftspaltes und damit 
die Dicke der Klebeschicht ein bestimmtes MaB, so 
treten z. B. bei thermischer Belastung des Keramik- 
kdrpers Spannungen auf, die die Klebeschicht zum 
ReiBen bzw. Abplatzen bringen. 

Zur Obcrwindung der obengenannten Schwierig- 
keiten wird erfindungsgemaB zunachst in an sich be- 
kannter Weise auf die zur Verbindung vorgesehene 
Fiache des Keramik- oder Metallteiles eine Klebe- 
schicht aufgebracht, anschlieBend das Metallteil unter 
Anwendung eines der an sich bekannten Hoch- 
geschwindigkeits-Umformverf ahren, insbesondere des 
Magneform-Verfahrens, auf den Keramikkorper auf- 
geschossen und dann die Klebeschicht ausgehartet. 
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15 Als Umformverfahren mit hohen Geschwindigkeiten 
eignen sich weiterhin das Hydrospark-Verfahren und 
die Explosionsumformung. Als Kleber ausreichender 
Scherfestigkeit eignet sich z. B. ein Epoxydharz. Nach 
AufschieBen des Metallteiles wird der Kleber aus- 

ao gehartet, so daB eine flussigkeits- oder sogar gas- 
dichte Metall-Keramik-Verbindung mit hoher Ver- 
drehungsf estigkeit entsteht 

Durch die Erfindung wird erreicht, daB in jedem 
Fall eine Klebeschicht von definierter Dicke verwen- 

25 det werden kann, ohne Beriicksiditigung des Luft- 
spaltes zwischen Keramikteil und Metallteil. Das 
Verfahren gemaB der Erfindung bietet in der Massen- 
produktion den groBen Vorteil, daB keine Auswahl 
beziiglich der Keramikkorper getroffen werden muB, 

30 um den Durchmesser des Keramikkorpers auf den 
Durchmesser des Metallkorpers abzustimmen. 

Bei besonderen Beanspruchungen kann am Ort 
der Klebeschicht auf die Glasur der Keramikober- 
flache verzichtet werden. 

35 In manchen Fallen muB die Klebeschicht vor 
aggressiven Flussigkeiten oder Gasen geschutzt wer- 
den. Fiir diese Falle werden auf die Klebeschicht 
eine oder mehrere gegen aggressive Flussigkeiten 
oder Gase resistente Schutzschichten, z. B. aus 

40 Silicongummi, aufgebracht. Durch diese Schutz- 
schichten wird eine Abdichtung bzw. Abschirmung 
des Klebers gegenuber den genannten Medien be- 
wirkt. 

Besonders vorteilhaft laBt sich das Magneform- 
45 Verfahren zum AufschieBen des Metallteiles auf den 
Keramikkorper verwenden. Bei Verwendung des 
Magneform-Verfahrens kann das Metallteil an den 
Keramikkorper leicht angepaBt werden; andererseits 
kann auf Grund der erfindungsgemaBen Klebeschicht 
50 zwischen Keramik- und Metallteil die anwendbare 
Umformungsenergie der Magneform-Bearbeitung auf 
verhaltnismaBig kleine Werte beschrankt werden, was 
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wiederum der geringen Festigkeit des Keramikkorpers 
Rechnung tragt 

Mit Hilfe des Verfahrens konnen Keramik-Metall- 
Verbindungen mit einer Verdrehungsfestigkeit groBer 
als 500 [cm • kp] hergestellt werden. 5 

Patentanspriiche: 

1. Veifahren zum Herstellen verdrehungsfester, 
insbesondere zylindrischer Metall-Keramik-Ver- io 
bindungen, dadurch gekennzeichnet, 
da6 zunachst in an sich bekannter Weise auf die 
zur Verbindung vorgesehene Flache des Keramik- 
oder Metallteiles eine Klebeschicht aufgebracht 
wird, anschlieBend das Metallteil unter Anwen- 15 
dung eines der an sich bekannten Hochgeschwin- 
digkeits-Umfonnverfahren, insbesondere des Ma- 
gneform- Verfahrens, auf den Keramikkorper auf- 
geschossen und dann die Klebeschicht ausgehartet 
wird. 



2. VerfaEren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Hydrospark-Verfahren 
verwendet wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB das Explosions-Umfonnver- 
fahren verwendet wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB auf die Klebeschicht 
eine Oder mehrere gegen aggressive Fliissigkeiten 
oder Gase resistente Schutzschichten aufgebracht 
werden. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB als Schutzschicbt ein Silicon- 
gummi verwendet wird. 
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